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说明、目录、图表目录

报告说明:

     博思数据发布的《2021-2027年中国集成电路市场分析与投资前景研究报告》介绍了集成电

路行业相关概述、中国集成电路产业运行环境、分析了中国集成电路行业的现状、中国集成

电路行业竞争格局、对中国集成电路行业做了重点企业经营状况分析及中国集成电路产业发

展前景与投资预测。您若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资集成电路行业，本报

告是您不可或缺的重要工具。

    集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中

所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶

片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元

件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈

进了一大步。它在电路中用字母&ldquo;IC&rdquo;表示。集成电路发明者为杰克&middot;基尔

比（基于锗（Ge）的集成电路）和罗伯特&middot;诺伊思（基于硅（Si）的集成电路）。当

今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

     我国集成电路产业产品的供给水平和产业技术水平有了一定提高，但相对于国内巨大的市

场，供需矛盾变得日益突出。2019年中国进口集成电路4175.7亿块，同比增长10.8%;进口金

额3120.6美元，同比增长19.8%。出口集成电路2171亿块，同比增长6.2%;出口金额846.4亿美元

，同比增长26.6%。

    据博思数据发布的《2021-2027年中国集成电路市场分析与投资前景研究报告》表明：2020

年我国集成电路产量累计值达2612.6亿块，期末产量比上年累计增长16.2%。                                     

  指标   2020年12月   2020年11月   2020年10月   2020年9月   2020年8月   2020年7月     集成电路产量

当期值(亿块)   276   252.1   272.9   240.5   222.2   222     集成电路产量累计值(亿块)   2612.6   2339  

2113.9   1821.8   1587.9   1389.5     集成电路产量同比增长(%)   20.8   19.6   20.4   16.4   12.1   9  集成电

路产量累计增长(%)16.215.915.514.714.612.7
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